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成果简介：

本项目重点研制并量产了 N77/N79 系列滤波器。

终端电子产品的发展特别是射频模组集成化的发展对

N77/N79 滤波器提出要求，封装尺寸上要越来越小，厚度要越来

越薄。小尺寸 1005 封装 N77/N79 系列滤波器较之传统的 1005

以上大尺寸产品，其生产制程仍以传统的叠层共烧制程为基础，

但产品尺寸更小，对制作时的精细度要求更高，同时在原材料、

设备、治具、工艺控制等方面提出了更多的要求

顺络公司对传统工艺技术进行了改造与创新，研制了长通孔

成型、化镍金工艺、薄电极成型技术等多种新技术,成功的开发

出系列的薄小化产品，满足了射频模组的设计趋势要求。本产品

利用最新的材料和结构设计，其性能已达到国际一流厂商水平，

同时新工艺采用全自动化流水线生产，产品电性性能一致性较

高，质量优异稳定，综合性价比高，因此有很强的竞争力。

本产品的关键技术在于：

1. 精细化内部电极制作技术。传统的滤波器内部电极采用



银浆铺设在丝网上，然后用刮刀印刷在生坯上的工艺制作。为了

制作尺寸更小、输入输出端的阻抗一致性更高的 N77/N79 产品。

采用该工艺，电极线宽极差可以控制在±2um，电极线厚极差±

0.5um；

2. 高精度叠层技术。通过提升生带放置和烘干过程中的收

缩一致性、从软件和硬件两方面提高叠层画像一致性、提高印刷

机平台水平度及对位精度、提升制网工艺提高各网版间一致性，

叠层对位精度能达到 25um 甚至更小；

3. 高精度切割技术。通过改进画像识别的镜头及自动识别

软件，提升切割自动对位精度、改进切割刀片，减小刀片导致的

生坯变形、解决小尺寸产品切割后粘片的问题，减小了电极的留

边量减小，有利于叠层后切割精度，有利于产品小型化；

4. 悬空端位置的焊盘电镀技术。通过采用电镀镍金工艺相

结合，将镀液中的金属离子还原成金属原子，沉积在催化表面，

利用金属层的自催化活性持续反应、对银层表面进行微蚀处理，

提高银镍结合力、调节镀镍液的 PH值及镀液温度，提高银镍结

合力，解决了悬空端位置不上镀或镀层偏薄问题，以及由此带来

的焊盘高度差导致的测试误分问题。

本产品的创造性和先进性体现在：

1. 长通孔无锥度成型技术。创新地提出了长通孔技术，长

通孔工艺利用设备把流延单层较薄的料片进行加温加压堆叠成

要求厚度的 100-300µm 厚度的料带 BAR 块，然后在 BAR 上覆上

一层微粘膜，再采用激光进行开孔，开孔后的 BAR 通过印刷机

进行填孔灌浆，最后把灌浆后的 BAR 和其他层的电极生带通过



叠层机按照一定顺序组合成完整的电路。此工艺的开发完全解决

了长通孔间因开孔锥度和叠层套合精度问题导致的 XY 方向错位

问题，提高了长通孔实际与设计切合度，产品的 Q 值会变大，

从而降低产品的插损损耗，达到提升产品性能的目的；

2. 电极成型技术。借鉴叠层机的工作模式和原理，顺络开

发出生带预压设备，对印刷填孔后的生带进行预压处理,解决了

由料带膜表面不平整，在第二次印刷电极图案时，银浆在刮刀挤

压下会向外扩张形成电极边缘毛刺的问题。


